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With the development of mold industry, the using range of Plastic products is 
more and more extended, Products Structure is more and more complicate, now hot 
runner technology is popularized cosmically.Compared with the traditional cold 
runner technology, hot runner technology has the advantage of quality of injection 
molding, improving productivity, saving the cost. 
In traditional mold industry, the design and molding Process of mold usually 
depended on the experience of designer and process worker. Whether the 
configuration is reasonable, the machining quality is good, can be showed after the 
process of mold test. So it means a long period and a high cost are necessary for 
mold developing. And this mode is not adaptable to the zooming development of 
mold industry. 
In this text, the development of mold flow and hot runner technology are 
introduced. Two methods of molded package of LED supporter for mobile telephone 
with metal insert structure, cold runner technology and hot runner technology are 
simulation analysis, with using the software of CAE, Mold-flow Plastics Insight
（MPI） in the aspects of filling ,cooling and fiber orientation. It shows the molding 
effect of hot runner technology is better than cold runner technology, as same as the 
process efficiency and quality.  
 Then process parameters are optimized through enumerating the influence of 
melting temperature, mold temperature, injection pressure, injection time to the 
shrinkage rate  in the Taguchi Design. 
The validating result with using the optimized process parameters prove that the 
product quality is certified. 
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1.2  CAD/CAE 国内外研究现状 
1.2.1  国内情况 
我国在注塑模与应用方面起步较晚。从 20 世纪 80 年代中期开始，国内部
分大中型企业先后引进了一些国外知名度较高的注塑模 CAD 系统。同时，某些
高校和科研院所也开始了注塑模 CAD 系统的 CAD 技术开发研究只与开发工作。 
华中理工大学是国内较早自行开发研究注塑模 CAD/CAE/CAM 系统的单位。
他们在注塑模流动分析模拟和冷却分析模拟的研制方面进行了多年的研究与开








1.2.2  国外情况 
近二十多年，国外注塑模 CAD/CAM 技术发展相当迅速。 





学、几何造型技术、数控加工及计算机 的发展有力地推动了注塑模 CAD/CAM 研



















第一章  绪论 
 3
大量的人力、物力进行研究。80 年代中期注塑模 CAD/CAM 进入实用阶段，出现
了许多商品化注塑模 CAD/CAM 软件，比较著名的有： 




2、美国 PTC 公司的 Pro/Engineer 软件。这也是一个 CAD/CAM 系统，具有
很强的参数化特诊造型功能，另外它还包括一个专用的模具设计模块
Pro/MoldDesign，使模具设计更加方便和直观。目前 Pro/E 的模架设计还可以
直接利用其外挂模块 Mold Base 或 EMX 模块,通过选择相应的模架型号进行装
配，非常方便快捷 [3] 。 
3、美国 UG 公司的 UG 系统具有强大的曲面造型、实体造型和 CAM 功能，是
一个 CAD/CAM 系统。UG 带有模具设计模块 MoldWizard，它基于 UG，利用 UG/WAVE




4、美国和意大利 P&C 的 CAD/CAM 软件 TMCONCEPT。该系统包括材料选择
（TMC-MS）、成型工艺参数和模具费用优化（TMC-MCO）、流动模拟（TMC-FA）、
型腔设计(TMC-CSE)及冷却分析（TMC-MTA）共五个程序包。 
5、德国 IKV 研究所的 CAD0MOULD 系统，该系统可用于注塑模流动分析、冷
却分析、力学性能分析。 
进入 20 世纪 90 年代后开展了成型过程流动、保压、冷却、应力分析及翘
曲的全过程模拟，将各独立模块有机地结合起来，考虑他们之间的相互影响，
以提高模拟软件的分析精度和扩大使用范围。这些卓有成效的研究成果，为开
发使用型的注塑模分析软件奠定了基础 [2] 。 
























热流道注射成型法于 20 世纪 50 年代问世，经历了一段较长时间的推广以
后，其应用普及率逐年上升。80 年代中期，美国热流道模具占注塑模具总数的
15％～17％，欧洲为 12％～15％，日本约为 10％。到了 90 年代，美国生产的
塑料注塑模具中热流道模具已占 40％以上。目前部分模具厂甚至达到 80％以
上，在大型制品的注塑模具中则占 90％以上。热流道技术已经成为塑料注塑成





大的差距。因此热流道模具在我国具有广阔的应用前景 [5] 。 
1.4  课题的研究内容 
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流程如图 1-2 所示。 
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